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2-1 IC パッケージの小型化

裏�裏�

アナログ・シンセ�
サイザ（SN76477）．�
シュリンクDIP

当時の大規模PLD．�
PLCC端子が内側を�
向いている�

小規模PLD�
（GAL）．DIP

高出力アナログ・アンプ．ハイブリッドIC

半導体やコンデンサ，抵抗などがまとめられた�
基板が入っている．写真は違うICの中身�

ラジオのチューナやアンプ．SIP

8ビット・プロセッサ（Z80）．DIP

16ビット・プロセッサ（68000）．シュリンクDIP

（a）1980～1999年

写真1 ICのパッケージ

● パッケージは面積や高さを減らす方向に進化

身の回りの家電製品には必ずといっていいほどIC

が使われています．製品を開けて基板を見てみると，

昔と今とでははっきり様変わりしています．特にIC

については，その機能や内部回路はもちろんですが，

パッケージもまた大きく変化してきています．

写真1の（a）と（b）で年代を分けて，いろいろな形

第2章 半導体プロセス/ディジタル回路ほか


